

附件4
2021年“中国芯”优秀产品征集活动
“芯火”新锐产品申报表

国家“芯火”双创基地推荐单位标准
面向市场前景好、发展潜力大、科技创新特征鲜明的集成电路创新创业项目，鼓励国家“芯火”双创基地依照如下标准向中国芯秘书处推荐优秀项目（推荐项目仅需满足如下标准之一）。
标准一：
1、近两年营业收入连续增长，且复合增长率不低于30%；
2、最近两年的研发投入合计占最近两年营业收入合计的比例在15%以上，或最近两年研发投入金额累计在800万元以上；
3、形成主营业务收入的发明专利（含国防专利）3项以上（含受理中的发明专利）。
标准二：
 1、核心技术具有鲜明的路径创新优势，可以说明新技术对现有技术的迭代创新或应用替代的优势。
标准三：
 1、依靠核心技术形成的主要产品面向国家战略需求，在集成电路关键核心领域，有助于推动降低我国对外的技术单边依赖。







单位信息
	单位名称
	

	



单位简介




	

	项目负责人
	
	联系电话
	

	联系人
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	电子邮箱
	

	2020企业
	销售额
	
	2021年
（上半年销售额）
	

	企业人员规模
	2020年
	
	2021年
（上半年）
	

	净利润
（大致的量级）
	
	近三年企业研发投入占营业收入的比重
	

	融资轮次
	
	公司近两年有无上市意向（如有，请填写下行内容）
	

	拟上市地（主板/中小板/创业板/科创板/其他）
	
	上市进程（已改制/辅导中/已受理/其他）
	

	公司已获得（含受理中）发明专利（含国防专利）情况
	



申报产品信息
	申报产品名称及
型号/推出时间
（必填）
	名称：
型号：
推出时间：

	申报产品
按工艺分类
（必填）
	注：如CMOS、BCD、HV、Analog、RF、GaAs、MEMS等

	本芯片的知识产权归属（必填）
	· 属于申请单位
· 属于母公司
· 其他：_________________（请注明）

	芯片概述（必填）
（包括但不限于产品基本信息、技术创新优势、战略发展意义等）
	

	

芯片体系结构图（必填）


	

	封装形式
（必填）
	封装厂
	
	封装/生产工艺
	

	生产工艺
（必填）
	代工厂
	
	生产工艺
	

	主要性能和指标
（必填）
	注：请提交产品手册等资料

	本产品的创新性及所获得的知识产权形式（必填）
	已受理专利项数
	

	
	已获取专利项数
	

	
	注：如有专利，请注明专利号和专利权人并附证明材料

	本产品的应用市场及销售情况
（必填）
	
	销售总额
（单位：万元）
	销售量
（单位：万颗）

	
	自产品推出之时起至今
	
	

	
	2020年全年
	
	

	
	2021年上半年
	
	

	
	2021年全年预计
	
	

	
	市场份额
	（注：根据市场总量实际估测）

	对标国外相关芯片产品的情况
（必填）
	（注：请列出本产品与国外同类产品在技术参数、国内外市场占有率方面的具体情况对比，最好能体现国外相关产品的具体型号）

	本产品的主要客户及应用案例介绍
（必填）
	

	法律声明：
     申请单位须保证填写内容的真实性及其参加活动产品的合法性，提供相应的证明材料，并承担由内容的真实性及其参加活动产品的合法性的责任。该活动主办方有权追溯取消该申请单位或该产品的一切参与活动的权利，并保留追求其法律责任的权利。

法人/授权代表签名：
企业（盖章）
                                             日期：


注：本表填写内容仅用于专家评选审阅，不对外公开。
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